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Abstract (en)
A process for producing a chip board with compressed upper and lower layers and a porous middle layer, comprises forming an adhesive mixture
composed of an adhesive and particles. The adhesive mixture is applied to the edges of the board, and the edges are smoothed off after the
adhesive mixture has bound. The adhesive is a polyvinylalcohol (PVA) and the particles consist of wood shavings and/or saw dust.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer Spanplatte, wobei die Spanplatte eine verdichtete obere Schicht, eine verdichtete
untere Schicht und eine poröse Mittelschicht aufweist. Das technische Problem besteht darin, die bekannte Spanplatte mit einer verbesserten
Stoßfestigkeit zu versehen. Dieses technische Problem wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren gelöst, bei dem eine Klebstoffmischung aus
einem Basisklebstoff und Partikeln gebildet wird, bei dem die Klebstoffmischung zumindest teilweise auf die Seitenkante der Spanplatte aufgebracht
wird und bei dem die Seitenkante nach einem Abbinden der Klebstoffmischung geglättet wird. Die Erfindung betrifft auch eine Spanplatte sowie eine
Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
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